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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS -

Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics

FOREWORD

omprising
promote
fields. To
ifications,
as “IEC
nterested
and non-
bs closely
itions detefmined by

1) The Irjternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization-d
all ndtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The objegct of |[EC N

ernational
S representatlor from all

National
nt of IEC
r for any

sittees undertake to apply IEC Pyblications
and regional publications. Any divergence
regional publication shall be clearly indicated in

the lafter
5) IEC e for any
6)
7) perts and
mem amage or
fees) and
bther IEC
Publig
8) Attent ications is
indisp
9) Attent subject of
paten
Internat|onal. "Standard IEC 62007-1 has been prepared by subcommittee 86C: Fibfe optic
Systemc_a,n.d_a_gt Ve de)uggs of |1EC technical committee 86: Fibre r\nflnc

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997, and its
Amendment 1 (1998). It is a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition.

1) The title has been changed to indicate that this is a template.

2) The definitions of some symbols and terms in IEC 62007-1 Ed.1 are revised in order to
harmonize them with those in other SC 86C documents. A dated part in IEC 62007-1 ed.1 is
removed and the other dated parts are updated.

NOTE The field of this standard will henceforth be placed under the responsibility of IEC technical committee 86:
Fibre optics.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/849/FDIS 86C/866/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list ofa i 3 2 title Semiconductor
optoele

The committee has decided that the contents of this publication will (e \ %ntil the
; ~ i e data

* recoppfirmed;
+ withdrawn;
* replaced by a revised edition; or

@@
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SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS -

Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics

1 Scope and object

This part of IEC 62007 is a specification template for essential ratings and characteri
the following categories of semiconductor optoelectronic devices to be us€d in the field
optic syptems and subsystems:

— semjconductor photoemitters;
— semjconductor photoelectric detectors;
— monplithic or hybrid integrated optoelectronic devices a

The objgect of this performance specification templat
of detail specifications for the essential ratings and charact

Detail slpecification writers may add gpexificatio dfor groups of sped
parametfers for particular applications. ¢ - ification writers may not
specification parameters specified in this

2 Noi

The foll

For the
well as
and ratings and characteristics given in IEC 60747-5-1.

3.1 Terms and definitions

311
PIN photodiode

stics of
of fibre

e for the preparation

ification
remove

ensable for the application of this document. For
i s For undated references, the latest efition of

iconductor devices and integrated circuits — Part 5-1:

pply, as
| terms,

photodiode with a large intrinsic region sandwiched between p- and n-doped semiconducting

regions used for the detection of optical radiation

NOTE Adapted from IEV 731-06-29, specialized
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3.1.2

avalanche photodiode

APD

photodiode operating with a bias voltage such that the primary photocurrent undergoes
amplification by cumulative multiplication of charge carriers.

NOTE Adapted from IEV 731-06-30, specialized.

3.1.3
relative intensity noise
RIN

quotient of the radiant power mean square fluctuations <A<I>§ > to the mean square radiant

power <b.>2, normalized to a frequency band of unit width

NOTE RIN is usually expressed in dB/Hz.

RIN= 10Iog10{< ADZ >/(< @, >% x Af

314
spectral shift
Al

deviatio
forward
referend

articular
pecified

NOTE T

315
input r¢

S11
quotient

3.1.6
tracking error
Etr

deviatio
referend

pecified

NOTE 1

NOTE 2
ranges bg

nperature

NOTE 3 | Thertracking error is usually expressed as a percentage of the radiant power at the refergnce case
temperature:

3.1.7
(diode) responsivity Rp, R (of a photodiode)
quotient of the photocurrent Iy by the radiant power @ at the optical port of the photodiode

NOTE 1 If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may be used.
NOTE 2 "Photodiode" means a complete device such as:
— chip itself;

— packaged component with window or pigtail.
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3.1.8
excess noise factor
F

e

noise resulting from the spatial and timing fluctuations of the avalanche carrier multiplication: it
is defined as the ratio of the noise power at a specified reverse bias to the amplified shot noise

of the photocurrent at a reference reverse bias

NOTE The reference reverse voltage should be sufficiently low that no carrier multiplication takes place but

sufficiently large that the device is fully depleted and has achieved its rated speed and responsivity.

3.2 Abbreviations

3.21

TEC
thermo-glectric cooler

3.2.2
TIA
transimpedance amplifier

3.2.3
LED

light em|tting diode
3.24

LD

laser digde

3.25
APD
avalanche photodiode

4 LEDs for fk@ ste ubsystems

4.1 Type

Ambien
subsyst

4.2 Semico

GaAs, GaAlAs, InGaA

with or without optical fibre pigtail for fibre optic syq

4.3 Details of outline and encapsulation

4.3.1 |EC and/or national reference number of outline drawing.

4.3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

tems or

4.3.3 Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal

and the case.

4.3.4 Characteristics of the optical port: relative orientation to mechanical axis, relative

position to mechanical axis, area, numerical aperture.

4.3.5 For devices with pigtail: information on the pigtail fibre, kind of protection, connector,

length.
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4.3.6 Information on the heat sink of the package.

4.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

Table 1 — Limiting values for LEDs

Requirements

Subclauses Characteristics Symbols
Min. Max.

4.41 Storage temperature Tstg X

4.4.2 Temperature

X
either 4.412.1 Ambient temperature Tamb \ X
or4.4.2.2 Case temperature Tcase (\ X

4.4.3 Soldering temperature at maximum soldering time Tsid X
and minimum distance to case specified 4

4.4.4 Reverse voltage X

4.4.5 Continuous forward current X
Derating curve or derating factor

4.4.6 Repetitive peak forward current at specified pulge IR X
conditions (where appropriate) 7

Derating curve or derating factor (where a

4.4.7 Power dissipation U { X
Derating curve or derating fac reNappropriate)

4.4.8 For case-rated devices: Ty X
Virtual junction temperature (where a approp iat

4.4.9 For devices with/pigtail: r X
Bend radius of pigtail ( dis from }the
case)

4.4.10 Shock ] \\ X

4.4.11 Vipration 0 \ ) x
N7, .

4.4.12 pigtail:
4.4.12.1
its axis F X
adding along its axis F X
4.4.12.2
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4.5 Electrical and optical characteristics

Table 2 — Electrical and optical characteristics for LEDs

Conditi tT T =25°C Requirements

Subclauses Characteristics onditions at famo c_)r case Symbols
unless otherwise stated Min. Max.
4.5.1 Forward voltage Iz or @, specified Ve X
4.5.2 Reverse current Vr specified Ir X
4.5.3 Differential resistance I or @, specified I X
454 Total capacitance Vr. f specified Ciot X
4.5.5 Noise parameter
either Relative intensity noise Ir or @, f,, Afy specified IN X
4.5.51 (where appropriate)
or4.5.5.2 Carrier-to-noise ratio (where | or @, f;, Afn, fm» m Specified X
appropriate) (\

4.5.6 Output parameter AN
either Radiant output power Ir specified (d.c. or pu onhoth \72\/ X x @
4.5.6.1
or4.5.6.2 Forward current @, specified F x @ X

45.7 For devices without pigtail: o, k/ﬂ 0 0, X
Half-intensity angle (where
appropriate)

4.5.8 For devices without pigtail: SPeCi AB X
Misalignment angle (where
appropriate)

4.5.10 Bandwidth

4.5.9 Spectral radiatior/{arwd((\ \Q N f|e AL x
. \J

either Switchipg tim Chsurre X
4.5.10.1 —rise input puls€ current t X
— fall tim pulse width and duty cycle specified t X
i X
td(on)/
L4(off)
or 4.5.10. I or @, specified Jo X

2 Where 4

4.6 Slupplementa y information

4.6.1 Typical curve or coefficient

Provide the curve or coefficient in 4.6.1.1 or 4.6.1.2.

4.6.1.1 Typical curve or coefficient of radiant power versus temperature and typical curve of
radiant output power versus forward current (d.c. or pulse, as specified).

4.6.1.2 Typical curve or coefficient of radiant intensity versus temperature and typical curve of
radiant intensity versus forward current (d.c. or pulse, as specified).

4.6.2 Typical curve or coefficient of change in peak emission wavelength versus temperature.

4.6.3 Typical radiation diagram.
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4.6.4 Thermal resistance, ambient-rated or case-rated.

5 Laser module with pigtails

5.1 Type
The laser module consists of the following basic parts:
— laser diode

— pigtail
— photodiodes W

— thenlnal sensor where appropriate
— TEC|element

5.2 Semiconductor
5.2.1 Materials

The las¢r module consists of the following materials:

— lasef diode e.g. GaAs, GaAlAs, In(

- phoﬁdiode e.g. Ge, Si Galn
— thermal sensor } where appropgia
— TEC|element

5.2.2 Structure

Laser diode, e.g.: gain
5.3 Details of outlin
5.3.1 IEC and/ori i€

5.3.2 |

5.3.3 1 terminal

and the

5.3.4 | ength.

5.3.5 |hformation on the heatsinking of the package

5.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

General conditions

5.4.1  Minimum and maximum storage temperatures (7gg).
5.4.2 Minimum and maximum operating case temperatures (T ,4c)-
5.4.3 Minimum and maximum operating submount temperature (7).

5.4.4 Maximum soldering temperature (soldering time and minimum distance to case) (Tg4)-
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5.4.5 Minimum bend radius of pigtail (at specified distance from the case) ().
5.4.6 Shock (maximum acceleration and pulse duration).

5.4.7 Vibration (maximum acceleration and frequency range).

5.4.8 Tensile force along cable axis.

5.4.8.1 Untight structure:

— Maximum tensile force on fibre (F).

— Maximum tensile force on cable (F).
5.4.8.2 | Tight structure:
— Maximum tensile force on cable (F).

Laser djode

For las¢r module without TEC, derating curve or de
following parameters, 5.4.10 to 5.4.13. For laser mod

5.4.9 Maximum reverse voltage (VR)
5.4.10
5.4.11
5.4.12
5.4.13

Photodi

5.4.14

5.4.15

Thermal sérisor (where appropriate)

st be” given for
guals to 25 °Q.

5.4.16 Maximum ratings

5.4.16.1 Maximum power dissipation (P).
or

5.4.16.2 Maximum voltage supply (V).
Thermoelectric cooler (where appropriate)

5.4.17 Maximum cooler current under cooling and heating (/pg)-

one of
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Table 3 — Electric and optical characteristics for laser modules with pigtails

Conditions at 7g,, =25 °C

for laser with TEC,
Tamb OF Tcase = 25 °C for laser

Subclauses Characteristics i Symbols Requirements
module without TEC
unless otherwise stated
A. Laser diode
5.5.1 Forward voltage I or @, specified Ve Max.
5.5.2 Threshold current I(T._.) Min. Max.
5.5.3 Radiant power at Ir = Ity ) Max.
threshold C
554 Forward current above ®, specified Max.
threshold (for laser T=T max. or T.. max.
module without TEC) case amb (\
5.5.5 Differential efficacy (for | ®, or Al specified M\ | Win. | Max.
!?é(e:r) module without T = Typee Max. or Tymp Max.
5.5.6 Spectral characteristics \>
5.5.6.1 Spectral characteristics
5.5.6.1.1 Peak emission /1p a Min. Max.
wavelength
5.5.6.1.2 Spectral radiation Ap a Max.
bandwidth FWHM
or Mode spacing a T Max.
5.5.6.1.3 number of longftuding|
modes
5.5.6.1.4 ,1p b Min. Max.
5.5.6.1.5 I specified Ap b Max.
lation condition specified
5.5.6.2
and/or @, or Alr specified Aavg® Min. Max.
5.5.6.2.1 CW-operation
5.5.6.2.2 @, or Al specified Adrms @ Max.
or Mode spacing and @, or Alr specified TTm Max.
5.5.6.2.3 TToTTbeT of fongitudimat
modes
5.5.6.2.4 Central wavelength under | @, or Al specified AP Min. Max.
modulation modulation condition specified
5.5.6.2.5 Spectral radiation r.m.s. @, or Al specified Adrms b Max.
bandwidth under modulation condition specified
modulation
5.5.7 Single spectral mode laser module under specified direct
modulation
5.5.7.1 Spectral mode width @, or Al specified AAL Max.
modulation condition specified
5.5.7.2 Side-mode suppression @, or Alr specified SMSR Min.
ratio modulation condition specified
5.5.8 Spectral shift
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Conditions at 7g,, =25 °C

for laser with TEC,
Tamb OF Tease = 25 °C for laser

Subclauses Characteristics i Symbols Requirements
module without TEC
unless otherwise stated
5.5.8.1 Spectral shift for module | Algq, Algy, @eq, Pe2 Al Max.
with TEC
5.5.8.2 Spectral shift for laser Tamb 2 OF Toase 2 Al Max.
module without TEC
Tamb ®or Tcase b
5.5.9 Transient parameters
5.5.9.1 Rise time, ] t, Max.
fu” t;nlu B;GO bullcllt I:\IF Ul ¢e [f
and/or input pulse current,
5.5.9.2 Turn-on time, width and duty cycle specified , Q Max.
turn-off time i
5.5.10 Cut-off frequency ®, or Al specified g \fc\\ @a Max.
5.5.11 Carrier-to-noise ratio Al or @, Af, fr, m and fy s@ﬁed\\ \C/N \ Min.
B. Monitgr photodiode
5.5.12 Dark current D, =0 40) Max.
Vg specified (\ A
5.5.13 Reverse current under o or Ak s eci?led U, IR(e) Min. Max.
optical radiation Vg Specifi
5.5.14 Diode capacitance or
rise/fall time
either
5.5.14.1 Diode capacitange Ciot Max.
or
5.5.14.2 Rise time, te, by Max.
fall%\%
5.5.15 Tracking£rro \)
5.5.15.1 Tracking\e %or Alr and Vg specified, ERr4 Max.
emperature range: 25 °C to T e
min. or Tymp Min.
and/or
5.5.15.2 kihgsarror @, or Al and Vg specified, ERry Max.
Temperature range: 25 °C to T,q0
min. or Tymp Min.
C. Thermrstor (where appropriate)
5.5.16 Resistance Thermistor current I, specified R Min. Max.
5.5.17 Slope of resistance Thermistor current I, specified. AR/R Min. Max.
Temperature range:
Tsub a‘ Tsub b
D. TEC current (where appropriate)
5.5.18 TEC current @, or Alr specified, Ipg Max.
Temperature range: T.z5e Min. or
Tease Max.
5.5.19 TEC voltage @, or Alr specified, Vee Max.

and max.

Temperature range: Tgage OF Tamp MiN.

2 CW-operation.

® |n modulation.
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5.6 Supplementary information

5.6.1 DC forward current of the laser diode corresponding to @ggo-

NOTE ¢.4,: radiant power value of the laser chip on submount, representative of the performance and reliability of
devices manufactured using the same technology and submitted to the same quality assurance procedures.

5.6.2 Response time of the thermistor temperature to the change of cooler current (where
appropriate).

5.6.3 Thermal resistance between laser diode junction and case (without cooler): Rypjc.

5.6.4 511 parameter.

5.7 Hazards
See IEQ 60825.

6 PIN photodiodes for fibre optic systems or sub

6.1 Type

Ambient{-rated or case-rated PIN photQ gr wit oqu'l fibre pigtail for fire optic

systemg or subsystems.

6.2 Siemiconductor materials

Si, Ge, InGaAs, etc.

6.3 Details of outline 3

6.3.1 |

6.3.2 Method of

6.3.3 T terminal
and the
6.3.4 relative
position

6.3.5 For devices with pigtail: information on the pigtail fibre, type of fibre, kind of protection,
connector, length.

6.3.6 Information on the heat sink of the package.
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6.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

Table 4 — Limiting values for PIN photodiodes

Requirements

Subclauses Characteristics Symbols
Min. Max.

6.4.1 Storage temperature Tsig X X
6.4.2 Temperature

either 6.4.2.1 Ambient temperature Tamb X X
or6.4.2.2 Case temperature Tease \ X
6.4.3 Soldering temperature at maximum soldering time Tsiq N \ X

and minimum distance to case specified /\

6.4.4 Reverse voltage /ZQ

6.4.5 Power dissipation \Ptot\ \) X
6.4.6 Radiant power on the sensitive area &\% \

X
6.4.7 For devices with pigtail: X
Bend radius of pigtail (at specified distance from th
case) 3’7 N

7\

6.4.8 Shock A D () . > x

6.4.9 Vibration \ ) X

6.4.10 Tensile force on devices with pj

6.4.10.1 Untight structure:
— Tensile force F X
— Tensile forc€ on F X
6.4.10.2 Tight structuve:
— Tensile fprceo F X

< %
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Table 5 — Electrical and optical characteristics for PIN photodiodes

Conditions at T,,, or T¢,se = 25 °C

Requirements

Subclauses Characteristics K Symbols
unless otherwise stated Min. Max.

6.5.1 Dark current

6.5.1.1 Dark current Vg specified, @, =0 Irp) @ X

6.5.1.2 Dark current at high Vg specified, @, =0 ; X
temperature Tamb OF Tease SPecified R(D)

6.5.2 Taotal capacitance L ,.(,f°,'l‘°"iﬁ°"', B = Q f}u{\ X

6.5.3 Noise current Vrs IR(e)s Jor Ay R, Ap, A specified /\kﬂ ~ \ X

6.5.4 For devices without pigtail:

6.5.4.1 Sensitivity along the specified | g, /1p, A, @, specified Dy X x @
mechanical axis x

6.5.4.2 Spatial uniformity of sensitivity | 1z, Ap, AL Or @4 specifie \ AS X
(where appropriate)

6.5.5 For devices with pigtail: Q
Sensitivity VRs Aps A4, @g P cifi% D, S X x @

6.5.6 Bandwidth \

either Switching time: ¢ base\®4 1, \pdls p tr X

6.5.6.1 — Rise time tt X
— Fall time td(on)! X
— Delay times (where td(off)
appropriate) ts X
— Storage time

or Cut-off frequenc pecified Je X

6.5.6.2

NOTE Thpe spemfled{%ﬂa%%’@\?&;\ | thencharacteristics, unless otherwise stated

2@ Where pppropriate.

b Term apd/or letter g§ymko unde co |derat|

6.6 |nf rmation

6.6.1 dark current versus voltage, at different temperatures

6.6.2 Typical curve of total capacitance versus reverse voltage

6.6.3 Relative sensitivity versus wavelength.

6.6.4 Relative sensitivity versus temperature.

6.6.5 Derating curve or derating factor of maximum dissipation.

7 Avalanche photodiodes (APDs) with or without pigtails

7.1

Type

Ambient-rated or case-rated avalanche photodiode for fibre optic systems or subsystems.
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7.2 Semiconductor

7.21

Si, Ge,

7.2.2
7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

and the|case.

7.3.4
positio

7.3.5

connectpr, length.

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4
be spe

7.4.5

curve ol

7.4.6
axis of

7.4.7

7.4.8

7.5

Materials

InGaAs, etc.

Structure
Details of outline and encapsulation

IEC and/or national reference number of outline drawing.

I:ll-..-.l £ ]

rH : ] / tollal o/t
yricuiuu Ul Tlivapoulatiull. ylidoo/micdi/iiao v/ ULlicr .

Terminal identification and indication of any electrical connegti

Characteristics of the optical port: relative orientation to
n|to mechanical axes, area, numerical aperture.

Information on the pigtail fibre (where approfriate): ™t

u’\rless otherwise stated
1

inimum bend radius of the pig

Minimum and maximu
Minimum and

Maximum sold
c

m i pullXorce for pigtail (fibre or cable), where appropriate, in the directid

terminal

relative

btection,

Limiting values (absolute maxim % : ¢ etating temperature range,

case to

derating

n of the

Maximum reverse current (/g).
Maximum forward current (/g).

Electrical and optical characteristics

Vg shall be the same for all characteristics; it shall be equal to 0,9 of the individually measured
value of V(gR), unless otherwise specified.
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Table 6 — Electrical and optical characteristics for avalanche photodiodes (APDs)
with or without pigtails

Conditions at T, or T¢,se = 25 °C

Subclauses Characteristics unless otherwise stated Symbols Requirements
7.5.1 Breakdown voltage E,or ¢, =0, VBR) Min. Max.
I specified
7.5.2 Reverse dark current
7.5.2.1 Reverse dark current (NOTE | E, or ¢, = 0, IR Max.
1) Vg specified
7.5.2.2 Reversedark—ctrrent (NOTE Ee O Vg — G, 1R p— Max.
2) Vg specified
T = Tamp Max. or Tgage Max. " <\
7.5.3 Sensitivity \/
7.5.3.1 Sensitivity (NOTE 1) Vr1 (NOTE 2), @, App, A4 specified n. Max.

(NOTE

7.5.3.2 Sensitivity (NOTE 2) Ve Gor Aps A specifie b Min. || Max.
(NOTE
2)

.
-
~

/A
7.5.4 Multiplication factor Vr1 (NOTE Z)ﬂ‘\we/spfc\ifieh\ M Min.

7.5.5 Total capacitance ggor\@\=< I}R,/épecik\ed U Ciot Max.

7.5.6 Small signal parameters

7.5.6.1 Turn-on time and turn-off
time r ton Max.
er Lot Max.
7.5.6.2 Small signal dut-off R ¢e and R, specified /e Min.
frequency (&
7.5.7 Exces@e)ﬁt\x x TE'2), Vr, Ipo, Ap, AL M, fo, Fe Max.
, specified
AN
7.5.8 Noise garrgnt\(whe }R Aoy AZ, f, Afy specified I, Max.
appropriate)

NOTE 1 |Wher aWe. \>
NOTE 2 R should a.smal valu€ at which negligible carrier multiplication takes place, or the voltage|at which
the devicg s fully le nd has achieved its rated speed.

N

2@ Where pppropriate:

b Term ahd/6r letter symbol under consideration.

7.6 Supplementary information

7.6.1 Curve of breakdown voltage versus temperature.

7.6.2 Curve of sensitivity versus wavelength.

7.6.3 Curve of capacitance versus reverse voltage.

7.6.4 Curve of multiplication factor versus reverse voltage at different temperatures.

7.6.5 Curve of reverse dark current versus reverse voltage at different temperatures.
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7.6.6 Location of sensitive area by reference to the package (without pigtail).
7.6.7 Curve of excess noise factor versus reverse voltage (where appropriate).

7.6.8 Curve of noise current versus reverse voltage (where appropriate).

8 PIN-TIA modules for fibre optic systems or subsystems

8.1 Type

Ambient-rated or case-rated PIN-TIA modules for fibre optic systems or subsystems.

The PIN-TIA module consists of the following basic parts:

— PIN photodiode;
— TIA Eircuits;

— fibr€ pigtail, pigtail connectors, receptacles (connecterized>pat

8.2 Siemiconductor materials

The PIN-TIA module consists of the following semico

— PIN photodiode: Si, Ge, InGaAs, e
— TIA Eircuit: GaAs, Si, etc.

8.3 Sitructure

The strdcture of the PIN-TKIA moddle i
— PIN photodiode: Mg
— TIA Eircuit: C@, 3 S BTBixpolar etc ;

— infojmation o eAf Sling: ex. type, lens coupling, etc ;

— infojmation on the it: i dance, transimpedance, bandwidth, etc ;

— infor

- IEC iOra ence number of outline drawing.

— Method ofencapsulation: glass/metal/plastic/other.
— Terminal.identification and indication of any electrical connection between a term
the ¢ase’

nal and

— Characteristics of the optical port: orientation relative to mechanical axis, position relative

to mechanical axis, area, numerical aperture.

— Information on the pigtail fibre: type of fibre, kind of protection, connector, length.

— Information on the connector/receptacle.
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unless otherwise stated

Table 7 — Limiting values for PIN-TIA modules
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Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,

Requirements

Subclauses Characteristics Symbols Units
Min. Max.
8.5.1 Storage temperature Tstg X X °C
8.5.2 Operating temperature
either 8.5.2.1 | Operating ambient temperature Tamb X X °C
or 8.5.2.1 Operating case temperature Toase / X X °C
8.5.3 Soldering temperature at maximum soldering time and Tsid “ X °C
minimum distance to case specified /\ <\
8.5.4 Supply voltages at specified terminals Vsupk X X \%
8.5.5 Radiant power at optical port < (O \ X mW (W)
8.5.6 Bend radius of pigtail (at specified distance from the r mm(cm)
case)
8.5.7 Shock X mis?, s
8.5.8 Vibration K x m/s?, Hz
8.5.9 Tensile force along cable axis: \>
8.5.9.1 Untight structure
— Tensile force on fibre F X N
— Tensile force on cable F X N
8592 Tight structure
- Tensile force})ﬁ\s\ble/-\ F X N
8.6 Operatin@dl i °Csunless otherwise stated
/\Q\ onditions for PIN-TIA modules
Requirements
Subclalises aracteristics Symbols Units
Min. Max
DY
8.6.1 < %plWage*‘.pecified by terminal number Vsupp X X \%
8.6.2 umy c M Tamb Max.) specified by terminal Isupp X mA
number
8.6.3 Load resistance RL X Q
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Electrical and optical characteristics

Table 9 — Electrical and optical characteristics for PIN-TIA modules

Conditions at Tamp Requirements
Subclauses Characteristics or Tcase = 25 °C, Symbols Units
unless otherwise stated Min. | Max.
8.7.1 Minimum detectable power a) Ap, AA, fmB, B and C/N ®ep X dBm
specified
or
b) Ap, A4, bit rate, signal pattern
and bit error rate specified
8.7.2 Output noise power density |Ri. fm B. ®. specified Pno. A X W/Hz
Ap, A specified \ N
8.7.3 Frequency \
8.7.3.1 Low frequency output noise |Ry, fm, B, Ap and AA specified, Png, 4 \</ W/Hz
power density D®e=0
and i
R, B, Ap and A4 specifieth
8.7.3.2 Corner frequency - {m’ P pect? X Hz
P =0
X
8.7.4 Responsivity
8.7.4.1 Responsivity (for module) Ap, A, ®e, R spetifie X VIW
and >
8.7.4.2 Responsivity (for PIN Rp X A/W
photodiode only) (where
appropriate)
8.7.5 Frequency response flatness |1}, AL, (@ RL S e}&'{d} ARD/RD X
/\ /AR f'fied
8.7.6 Bandwidth N \)
either Switching time: (
8.7.6.1 . .
- R ne ANAINDLY, Pe2, RL specified tr X ns
- Fa tf X ns
or
8.7.6.2 Cut-off frequancy } AA, ®e, RL specified fe X MHz
(GHz)
8.7.7 ffset de wh&i) Ap, AA, @, RL specified Voff X X \4
a rop@at
8.7.8 Dark\cuf! PIN photodiode |Vr specified, ®e = 0 Ir X nA
W) hexe appfopriate)
8.8 Supplementary information

Information on the equalization

Relative responsivity versus wavelength
Typical thermal variation of the offset voltage

9 Laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier

9.1

Type

The laser module consists of the following basic parts:

— laser diode;

— fibre pigtail (where appropriate);
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— lenses (where appropriate);

— photodiode (where appropriate);

— thermal sensor (where appropriate);
— TEC element (where appropriate);
— isolator (where appropriate).

9.2 Semiconductor materials

The laser diode module for pumping an optical fibre amplifier consists of the following
semiconductor materials:

— lase : ;
— photpdiode: Ge, Si, InGaAs, etc.
— theral sensor: } where appropriate

— TEC|element:

9.3 Sitructure

Laser diode: gain guided, index guided, distributed feedba

9.4 Details of outline and encapsulation
— |EC fand/or national reference numpe€
— Method of encapsulation: glass/meta
— Terminal identification and indication of any\ele al connection between a term|nal and

the ¢ase.
— Chafyacteristics of the N(0) 'e ive to mechanical axis, position|relative

to mlechanical axis, area, nunjerical apegture.

— Infolmation on the

— Infogmation (@
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unless otherwise stated

Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,

Table 10 — Limiting values for laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier

Requirements
Subclauses Characteristics Symbols Units
Min. Max.

A. General conditions
9.5.1 Storage temperature Tstg X X °C
952 Operating case temperature Tcase X X °C
9.56.3 Operating submount temperature (where appropriate) Tsub —X °C
954 Soldering temperature at maximum soldering time and at Tsld \ °C

specified minimum distance to case \
9.56.5 Bend radius of pigtail (at specified distance from the case) r < mm (cm)
9.5.6 Shock \/ m/s2, s
957 Vibration m/s2, Hz
9.5.8 Tensile force along cable axis Q\§
9.5.8.1 Untight structure

— Tensile force on fibre N

— Tensile force on cable N
9.5.8.2 Tight structure ((> G >

— Tensile force on cable F N

B. Laser diode @
9.5.9 Reverse voltage VR \Y
9.5.10 Continuous for curre IF mA
9.5.11 Contmuous ra (O mwW

C. Photodjode (where apgpropriate
9.5.12 ge VR \Y
9.5.13 For IF mA

. I se here a proprlate)

9.5.14 nsQr
either Dissi n P w
9.5.14.1
or 9.5.14Q Vsupp \%

}\m:}electric cooler (where appropriate)
9.5.15 TEC c nt under cooling and heating Ip A
?  For |&sermodute-without FECthederatingcurve-orderatingfactorshalt-be-givenforoneof the-parameters of 9.5.10

to 9.5.13. For laser module with TEC, Tsup = 25 °C.
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Table 11 — Electrical and optical characteristics for laser diode modules
for pumping an optical fibre amplifier

Conditions at Tsyp = 25 °C Requirements
for laser modules with TEC,
Tamb Or Tcase = 25 °C for laser
Subclauses Characteristics module without TEC, unless Symbols Min. Max. Units
otherwise specified
A. Laser diode
9.6.1 Forward voltage @, or I specified Ve X \4
9.6.2 Forward current
9.6.2.1 Forward current D, specified Ir a \X mA
9.6.2.2 Forward current at high |®. specified Tcase = Tcase, Max. Fb mA
temperature \/
9.6.3 Threshold current I X mA
9.6.4 Differential efficiency @ or Alr specified X X m
(AlF = I — I(TH))
9.6.5 Spectral characteristics
9.6.5.1 Peak emission @, or Alr specified, Ap X X nm
wavelength CW congdition G
either
9.6.5.2 Spectral radiation Adrms X nm
r.m.s. bandwidth
or 9.6.5.B Spectral radiation AA X nm
bandwidth (FWHM
9.6.5.4 Spectral shift wi Aldc X nm/mA
current or ragiant pqwer or Alp X nm/mW
9.6.5.5 Spectral shi AT X nm/°C
tempgratue (
modute h
9.6.5.6 Spectral shif b P specified At X nm/°C
temperat ®e or AIF specified
modulg wit
i ott\ﬁib\d>where appropriate)
9.6.6 < @, = 0, VR specified IR(D) X HA
9.6.7 ®e or Alf specified, IR(M) X X mA
VR specified
9.6.8
9.6.8.1 Tracking errar @ Do ar Alg_Vg specified Eet X
Temperature range:
25 °C to Tcase, min. or Tamp, Min.
9.6.8.2 Tracking error b ®e or Alr, and VR specified ER, X
Temperature range:
25 °C to Tcase, Max. or Tamp, Max.
C. Thermistor (where appropriate)
9.6.9 Resistance Thermistor current /ic specified R X X Q
9.6.10 Slope of resistance Thermistor current Iic specified AR/R X X
Temperature range:
Tsub a, Tsub b
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Conditions at Tsyp = 25 °C
for laser modules with TEC,

Tamb Or Tcase = 25 °C for laser
Subclauses Characteristics module without TEC, unless

otherwise specified

Requirements

Symbols Min. Max. Units

D. TEC element (where appropriate)

9.6.11 TEC current ®¢ or Alr, specified
Temperature range:
Tcase Min. or Tcase Max.

9.6.12 TEC voltage @ or AlF, specified
Temperature range:
Tcase min. or Tcase Max.

IrE X

VpE X

a CW-opkration.

b In modplation.

9.7 upplementary information
— Medjan life under specified case temperature at specifi

— DC forward current of the laser diode correspondi

reliability |of devices manufactured using the same tech
procedurds.

NOTE oo is the radiant power value of the laser chip e nolnt,.(representative of the perform
and s@'

[

— Response time of the thermistor te
(whgre appropriate).

— Thefmal resistance between laser \dio
coolgr).

n@c fon\a
9.8 Hazards

See |IEC

10 La
or

The lasér diQderqod orisists of the following basic parts:

— laser/diodes

— fjbrespigtail (where appropriate);

¢ case (for the laser module

ptic analogue transmission systems

ance and
hissurance

current

without

— photodiode (where appropriate);

— thermal sensor (where appropriate);
— TEC element (where appropriate);
— isolator (where appropriate).

10.2 Semiconductor materials

The semiconductor materials of the laser diode modules for fibre optic analogue transmission

systems or subsystems are

— laser diode: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGaAsP, InP etc.

— photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc.
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— TEC element:
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} where appropriate

10.3 Structure
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Laser diode: distributed feedback (DFB), distributed Brag reflector (DBR), etc.

10.4 Details of outline and encapsulation

— |EC and/or national reference number of the outline drawing.

— Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

— Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal and
the ¢ase.

to mlechanical axis, area, numerical aperture, etc.

— Infoqmation on the pigtail fibre: type of fibre, kind of protectiop

— Infofmation on the heatsinking of the package.

10.5 L

u

miting values (absolute maximum ratings) ov
Inless otherwise stated

Table 12 — Limiting values for las d

analogue transgﬂgion stems

position

% \/ Requirements
Subclajises Characteristi Symbols Units
L Min. Max.
10.5.1 Q Tstg X X °C
10.5.2 Tcase X X °C
10.5.3 Tsub X X °C
10.5.4 um soldering time Tsid X °C
10.5.5 pecified distance from r X mm(cm)
10.5.6 X m/s2, s
10.5.7 X m/s2, Hz
10.5.8
10.5.8.1

— Tensile force on fibre F X N

Tensile force on cable yal X N

10.5.8.2 Tight structure

— Tensile force on cable F X N

B. Laser diode ?
10.5.9 Reverse voltage VR X \Y
10.5.10 Continuous forward current IF X mA
10.5.11 Continuous radiant power [0 X mwW
10.5.12 ESD (HBM)® X \

C. Photodiode (where appropriate)
10.5.13 Reverse voltage VR X \%
10.5.14 Forward current IF X mA
10.5.15 ESD (HBM) ® X \Y
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Requirements
Subclauses Characteristics Symbols Units
Min. Max.
D. Thermal sensor (where appropriate)
10.5.16 Thermal sensor
either
10.5.16.1 Dissipation Ptot X
or 10.5.16.2 Supply voltage Vsupp X \
E. Thermo electric cooler (where appropriate)
10.5.17 TEC current under cooling and heating IrE X A
@ For laser_module without TEC, the derating curve or derating factor shall be given _for one of the following
parafneters of 10.5.10 to 10.5.13.
For laser module with TEC, Tsup = 25 °C.
®  Both|polarities. (N
10.6 Ellectrical and optical characteristics

Table 13 — Electrical and optical characteris
for fibre optic analogue transmission’sys

odules

i r laser diode
tems ubsystems
()

S
b > Requirements
Subclayses Characteristics Symbols Units
Min. | Max|
A. Laser diode
10.6.1 Forward voltage v X \Y
10.6.2 Threshold cuxent I(TH) X X mA
10.6.3 AIF? X mA
10.6.4 or A¥r specified 1d X X mW/mA
10.6.5
10.6.5.1 e Or AIF specified, Ap X X nm(um)
CW condition
10.6.5.2 @ or Alr specified A X MHz
CW condition
10.6.5.3 @, or Alr specified, SMSR X X dB
CW condition
10.6.6 Modulation chirp @, or AlF specified, o X nm/mA
maodulation caondition and
frequency range specified (nm/mW)
10.6.7 S21 parameter Frequency range specified 821 X X
10.6.8 Relative intensity noise ®¢ or AlF specified, fn and Afn RIN X dB/Hz
specified, reflected optical power
specified
10.6.9 Composite second order CSO X dBc
distortion
10.6.10 Composite triple beat CTB X dBc
10.6.11 lintermodulation distortion
10.6.11.1 Two-tone second order IM2 X dB
intermodulation distortion
(where appropriate)
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Conditions at Tsup = 25 °C
for laser mocjule with TEC,Tamb Requirements
Subclauses Characteristics o;,;ﬁ:::—é%,i;?;;:iﬁ:,:::ﬁ:;e Symbols Units
stated Min. | Max.
10.6.11.2 Two-tone third order M3 X dB
intermodulation distortion
(where appropriate)
10.6.12 Reflectance ®e (input) and Ap specified RL X dB
B. Monitor photodiode (where appropriate)
10.6.13 Dark current ®e = 0, VR specified Ir(p) X nA
10.6.14 Monitor current O or Alr specified, Vr specitied TR(m) X\ X mA
10.6.15 Tracking error
10.6.15. Tracking error @ or Alr, VR specified R s\x dB
(25 - min) S A \V
10.6.15.2 Tracking error @ or AlF, et VR specified Erb X dB
(25 - max, 25 °0 a1 e M, O Ty \ >
10.6.16 Total capacitance @, = 0, frequency ar,d/;e%w Ctot X pF
C. Thermal sensor (where appropriate) \)
10.6.17 Resistance > R X X Q
10.6.18 Slope of resistance AR/R X X
D. TEC element
10.6.19 TEC current IpE X A
10.6.20 TECe VPE X \
10.6.21 Températ ce TEC current and voltage specified ATpE X °C
betweeR Tcage aser operating condition
@ Al is defined as AI>§* ~ THV
b CW-opk
¢In modglation;

10.7 Supplementary information

DC forward current of the laser diode corresponding to ®ggq.

Median life under specified case temperature at specified output power.

NOTE ®@.,, is the radiant power value of the laser chip on submount, representative of the performance and
reliability of devices manufactured using the same technology and submitted to the same quality assurance

procedures.

(where appropriate).

Thermal

resistance between

without cooler).

laser diode junction and case (for the

Response time of the thermistor temperature with respect to the change of cooler current

laser module
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10.8 Hazards
See IEC 60825.

11 LED arrays for fibre optic systems or subsystems

11.1 Type

LED arrays with/without optical fibre pigtail for fibre optic systems or subsystems.

11.2 Semiconductor materials

GaAs, AlGaAs, InGaAs, InGaAsP, InP, etc.

11.3 Dletails of outline and encapsulation
— |EC pnd/or national reference number or outline drawing.

— Method of encapsulation: glass/metal/plastic/others.

— Terminal identification and indication of any electrical Y ween a term|nal and
the ¢ase.

— Characteristics of the optical port: number of chann nannels,
relafive orientation to mechanical axis, relatiy anical axis, and nymerical
aperture.

— For [devices with pigtail: information on™a i tor, and
pigtail length.
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11.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

Table 14 — Limiting values for LED arrays

Requirements
Subclauses Characteristics Symbols Units
Min. Max.
11.4.1 Storage temperature Tstg X X °C
11.4.2 Operating temperature
either Operating ambient temperature Tamb X X °C
11.4.2.1
or 11.4.4.2 Operating case temperature Tcase ( X X °C
11.4.3 Soldering temperature at maximum soldering time and Tsid \ °C
minimum distance to case specified
11.4.4 Reverse voltage \x/ \%
11.4.5 Continuous forward current with temperature derating IF X mA
curve or factor <
11.4.6 Repetitive peak forward current IF \ X mA
11.4.7 Power dissipation X W (mW)
11.4.8 Virtual junction temperature 2 vi) X °C
11.4.9 Bend radius of pigtail (at spegifi the 5 7 X mm (cm)
case) b
11.4.10 Shock X m/s2, s
11.4.11 Vibration X m/s2, s
11.4.12 Tensile force a)b/r?g\cabl/e@*i{ X m/s2, Hz
11.4.12. Untight stryctur
— Tensile forse onfipre alqh F X N
— Tensile force F X N
11.4.12.2 Tidd yct
— Tenhs e/f's{ F X N
@ For cage rated devi nly. \O
® For deyices with pigtail @nl
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11.5 Electrical and optical characteristics

Table 15 — Electrical and optical characteristics for LED arrays

Characteristics and conditions Requirements
Subclauses at Tamp OF Tecase = 25 °C, Symbols Units
unless otherwise stated Min. Max.
11.5.1 Radiant power
either 11.5.1.1 Radiant power at the optical port and at specified Ir (O X xP mW
or 11.5.1.2 Forward current at specified radiant output power IF XP X mA
11.5.2 Peakemissiomrwavetengttratspecifiedfror¥s 75 X nm (um)
11.5.3 Spectral radiation bandwidth at specified /r or ®, AA nm
11.5.4 >f Half-intensity angle at specified Ir or ®¢ 6172 < Q X °C
11.5.5 & Misalignment angle between optical axis and X °C
mechanical axis at specified Ir or ®¢
11.5.6 Reverse current at specified Ir or ®¢ X
11.5.7 Reverse current at specified V'r X
11.5.8 Bandwidth
either 11.5.8.1 Switching times at specified d.c. bias c
width and duty cycle: X ns
— rise time X ns
— fall time X ns
— delay times " X ns
or11.5.4.2 feo X MHz
11.5.9" Ctot X X pF
11.5.10
either 11.5.10.1 C/N X
or 11.5.10.2 RIN X
11.5.11 rd X Q
11.5.12° IF(1dB) x X mA
11.5.13° D12,D21 x dB
either 11[.5.1371% Rin(j-c) X Q/K
or 11.5.13:2% Thermal resistance between junction and ambient Rth(j-a) X Q/K
11.5.14° Optical crosstalk at specified Ir CRo X dB
11.5.15¢ Electrical crosstalk at specified I, if, clock CREe X dB
frequency, and signal pattern

NOTE For reference only
The thermal crosstalk of channel "i", CRi), is defined by the quotient of (®i" — ¢)/ ®i’, where

— ¢ is the radiant power emitted from the channel "i" when each channel (all channel including the i-th channel
itself) is fed by specified Ir(pc).

— @i is the radiant power emitted from the channel "i" when it is the only channel fed by specified /r(pc).

The thermal crosstalk of the device (array), CR, is the maximum of the overall crosstalks.
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Characteristics and conditions Requirements
at Tamb OF Tcase = 25 OC!

Subclauses Symbols Units

Min. Max.

unless otherwise stated

A) For devices without pigtail only.

B Where appropriate.

© The optical crosstalk of channel "i", CRoyi), is defined as the quotient of ¢/®;, where

— ¢ is the radiant power emitted from the channel "i" whilst each of all the other channels is fed by specified
Ir(DC),
— ®;j is the radiant power emitted from the channel "i" when it is the only channel fed by Ir(pc) specified.
The optical crosstalk of the device (array), CRo, is the maximum of the overall crosstalks.
P The gles i

- ¢ iy 5 is fed by
spegified driving conditions, I, if, clock frequency and signal pattern (NRZ).
— @; is]the average radiant power emitted from the channel "i" when it is the on{y c ged driving

conditions, I, if, clock frequency and signal pattern (NRZ).
The electrical crosstalk of the device (array), CRg, is the maximum of the ovm alks

A\
11.6 upplementary information
To be glven only when necessary for the specifics . Sf the device.
— Temperature derating curves re
- adiant output power versus te
- adiant output power versus fo
- hange in peak em perature curve or coefficient;

adiation diagrar;

hermal resistapce
etailed «

ical mogd . digita} fibre optic applications

— thermmatsensor(whereappropriate);

TEC element (where appropriate);

photodiode (where appropriate).
12.2 Materials

The materials of optical modulators for digital fibre optic applications are

modulator: InP, GaAs, InGaAs, InAlAs, InGaAsP, LiNbO3, etc;

thermal sensor ;
TEC element ;
photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc.


https://iecnorm.com/api/?name=9fba4316983abacc644d441c3c29dcc9

62007-1 © IEC:2008 -35-

12.3 Structure

— Modulator: lumped type (Mach-Zehnder), travelling-wave type (Mach-Zehnder), Y-branch,

MQW, etc.

— Optical isolator, photodiode, half-mirror, etc.

12.4 Details of outline and encapsulation

— IEC and/or national reference number of the outline drawing.

— Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

— Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal and

the case.

less otherwise stated

position

range,

Table 16 — Limiting values for optical modulat rs}f;? dig optic applicafions
N\ AN
Requirements
Subclauses Characteristi mbols Units
Min. Max.

A. General conditions
12.5.1 Storage temperature Tstg X X °C
12.5.2 Tcase X X °C
12.5.3 Tsub X X °C
12.5.4 Tsid X °C
12.5.5 r X mm(cm)
12.5.6 X m/s2, s
12.5.7 X m/s2, Hz
12.5.8 X m/s2
12.5.9
12.5.9.1 tigh# structure

— Tersile force on fibre F X N

— Tensile force on cable F X N
12.5.9.2 Tight structure

— Tensile force on cable F X N
12.5.10 Change of temperature when operational (where AT/t X °C/min.

appropriate)

B. Modulator 2
12.5.11 Reverse voltage VR X \Y
12.5.12 Forward current IF X mA
12.5.13 Continuous input power De(in,cw) X mW

C. Thermal sensor (where appropriate)
12.5.14 Thermal sensor
either 12.5.14.1 Dissipation power Piot X
or 12.5.14.2 Supply voltage Vsupp X \Y
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For mod

ilator module with TEC, Tsup = 25 °C.

Requirements
Subclauses Characteristics Symbols Units
Min. Max.
D. Thermo-electric cooler (where appropriate)
12.5.15 TEC current under cooling and heating Ip X A
E. Photodiode (where appropriate)
12.5.16 Reverse voltage VR X \%
12.5.17 Forward current IF X mA
NOTE Relative humidity and air pressure should be specified for all devices in non-hermetically sealed
packages.
2 For meodulator—modute—without—TEC—the—derating—eurve—or—derating—factor—shall—pe—giver—fer—one of the
parafneters of 12.5.9 to 12.5.11.

12.6 E

lectrical and optical characteristics

O
M

Table 17 — Electrical and optical characteri lators
for digital fibre optic
Requirement
s
Subclayses Characteristics Symbols Units
Min. | Max.
A. Modulator
12.6.1 Operating voltage 141 X X \Y
12.6.2 Operdtinguwavelengt ﬂop X X nm (gm)
(nput™poweér specified
12.6.3 Insertio rization, wavelength and Lin X dB
input power specified
12.6.4 olariztion, wavelength and d.c. RL X X dB
bias specified
12.6.5 Polarization, wavelength and EXR X X dB
input power specified, d.c. bias
specified
12.6.6 Polarization, wavelength and feo X MHz
input power specified, d.c. bias (GHz)
specified
12.6.7 Frequency response Polarization, wavelength and ARD/RD X MHz/mV
flatness input power specified, d.c. bias
specified
12.6.8 Wavelength chirp Polarization, wavelength and o X MHz/mV
input power specified, d.c. bias
specified
B. Thermistor (where appropriate)
12.6.9 Resistance Thermistor current I, specified R X X Q
12.6.10 Slope of resistance Thermistor current I, specified ARIR X X
Temperature range:
Tsub 2,Tsub b
C. Thermo-electric cooler element (where appropriate)
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Conditions at Tsul3 =25 °C for Requirement
modulators with TEC, s
. Tamb Or Tcase = 25 °C .
Subclauses Characteristics for modulators without TEC, Symbols Units
unless otherwise stated i
Min Max.
12.6.11 TEC current Vr specified IpE X A
Temperature range:
Tcase min. or Tcase Max.
12.6.12 TEC voltage Vr specified, VeE X Vv
Temperature range:
Tcase min. or Tcase Max.
12.6.13 Tpmppmhlrp difference TEC current \/nlfngp and ATpe X °C
between Tcase and Tsub modulator operating condition
specified
D. Monitor photodiode (where appropriate)
12.6.14 Dark current @ = 0, Vr specified IR( X nA
12.6.15 Monitor current ®e specified /%\ X mA
VR specified /\ ' I}
a CW-operation. \ \/
b In modulation. //\\
12.7 S'l‘upplementary information
— Extipction ratio (or output power) as/a
— Response time of the thermal sensor f cooler
currgnt (where appropyiate).
— Bias|stability (where.app
— Bias|temperature co
12.8 Hazards

See |IEC

60825.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Modeéle de spécification relatif aux va
et caractéristiques essentielles

leurs

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondial
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de }a
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de norm
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activités
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificatiois actes |b|
Guidep (ci-aprés dénommés "Publlcatlon(s) de Ia CEI") Leur elabor i

internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en |IaIS
travayx. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Ink
conditjons fixées par accord entre les deux organisations.

omposée
r objet de
ppines de
lationales,
S) et des
d'études,
hnisations
ment aux
belon des

2) Lesd a mesure
du pop intéressés
sont re

3) Les p t agréées
comm ue la CEI
s'assu hsable de
I'éven

4) Dans ! ! ité in { ¢ § Comités’nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesu ? blications

a ses administrateurs,

en possession de la derniére édition de cette publica

employés, auxi

ionale ou

b pas sa

ion.

iaires ou

4 Comités

fout autre
b les frais
CEl ou de

blications

gire I'objet
gble de ne

La Norme internationale CEI 62007-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systémes et

dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEIl: Fibres

optiques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1997 et son

Amendement 1 (1998). Elle constitue une révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques majeurs suivantes par rapport a I'édition

précédente.

1) Le titre a été changé afin d’indiquer que ceci est un modéle.

2) La définition de certains symboles et expressions de la CEl 62007-1 Ed. 1 ont été revus
afin de les harmoniser avec ceux des autres documents du SC86C Une partie datée de la
CEI 62007-1 Ed. 1 a été retirée, et les autres parties datées ont été mises a jour.
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NOTE Le domaine couvert par cette norme sera désormais placé sous la responsabilité du comité d'études 86 de

la CEI: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86C/849/FDIS 86C/866/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote

ayant abouti a I'approbation de cette spécification.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI. Partie 2.

Une lisie de toutes les parties de la série CEl 62007, présentée
Disposilifs optoélectroniques a semiconducteurs pour application ga
optiques, peut étre consultée sur le site web de la CELI.

résultat|de la maintenance indiquée sur le site web de I3
dans leg données relatives a la publication recherchée #

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée;

&g&

général
a fibres

date du
.iec.ch",
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DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Modéle de spécification relatif aux valeurs
et caractéristiques essentielles

1 Domaine d’application et objet

valleurs et
ispositifs
gstémes

La présente partie de la CEI 62007 est un modéle de spécification d
caractéfistiques essentielles applicables aux catégories i
optoéleg¢troniques a semiconducteurs utilisés dans le domaine des
a fibres|optiques:

— photpémetteurs a semiconducteurs;
— détercteurs photoélectriques a semiconducteurs;

— disp
leurd

s ou hybiides, et

L’objet S dcificatigh i ournir une trame |pour la
préparati acificati Staillé arigtiques essentielles.

, o S ou R U

Les réd ajouter des paramétres etfou des

roupes : > i 3 appflications particulieres. Cependant, les
t ticul C jant, |

rédacte i i s nt pas supprimer de paramétfes aux
spécific q

2 Réfé

Les dotuments de xéfé i g’ sont indispensables pour l'application du [présent
document. Pour I é / seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, e it d document de référence s’applique (y compris les éyentuels

CEl 60
Disposit

sitifs discrets a semiconducteurs et circuits intégrés — Paintie 5-1:
ifs optoelectron/ques — Généralités

3 Termes, définitions et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et abréviations suivants
s’appliquent, ainsi que les termes et définitions relatifs aux concepts physiques, a des types de
dispositifs, aux termes généraux et aux valeurs limites et caractéristiques donnés dans la
CEI 60747-5-1.

3.1 Termes et définitions

3.11

photodiode PIN

photodiode possédant une zone intrinséque large insérée entre deux zones semi-conductrices
dopées p- et n-, utilisée pour la détection de rayonnements optiques
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NOTE Adapté du VEI 731-06-29, spécialisée

3.1.2

photodiode a avalanche

APD

photodiode fonctionnant avec une tension de polarisation telle que le courant photoélectrique
primaire subit une amplification par multiplication cumulée des porteurs de charge

NOTE Adaptée du VEI 731-06-30, spécialisée.

3.1.3
intensité relative du bruit
RIN

QuotienL de la moyenne quadratique des fluctuations du flux énergétique,

moyenne quadratique du flux énergétique <®,>2, normalisée a ung
largeur linitaire

r par la
ielle de

NOTE RIN est habituellement exprimée en dB/Hz.

RIN= 10Iog10{< A2 >/(< D, >

3.1.4
déviation spectrale
Al
écart dg la longueur d'onde centrale &une\ten iep~donnée ou un couraht direct
donné par rapport a sa valeur a une temgéra boiti a/un courant direct de reférence
spécifié| respectivement

NOTE La température de référerise

3.1.5
coeffici
S11
quotient ence
3.1.6
erreur d
Etr
écart dd
du boiti

bérature

®

NOTE 1

NOTE 2 |ll'est habituellement spécifié un écart maximal (en valeur absolue) dans deux plages de tempgrature de
part et d’aufre de Ta température du boitier de référence.

NOTE 3 L’erreur de poursuite est habituellement exprimée en pourcentage du flux énergétique a la température
du boftier de référence.

3.1.7
(diode) réponse Rp, R (d’'une photodiode)
quotient du photocourant I, par le flux énergétique @, au port optique de la photodiode
NOTE 1 S'il n'existe pas de risque d'ambiguité, le terme seul et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.
NOTE 2 Le terme «photodiode» référe a un dispositif complet, par exemple:
— la puce en tant que telle;

— un composant encapsulé muni d’'une vitre ou d’une fibre amorce.
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3.1.8

facteur de bruit en exceés

Fe

bruit résultant des fluctuations spatiales et temporelles de la multiplication de porteurs de
charge par effet d’avalanche: il est défini comme le rapport de la puissance de bruit a une
polarisation inverse donnée au bruit de grenaille amplifié du photocourant @ une polarisation
inverse de référence

NOTE Il convient que la tension inverse de référence soit suffisamment basse pour qu’il n’y ait pas de
multiplication de porteurs de charge, mais suffisamment haute pour que le dispositif soit entierement en déplétion
et ait atteint ses vitesse et valeurs de réponse assignées.

3.2 Abréviations

3.21

TEC

refroidigseur thermoélectrique (thermo-electric cooler)

3.2.2

TIA

amplificpteur transimpédance (transimpedance amplifier

3.2.3

DEL

diode électroluminescente

3.2.4

DL

diode lager

3.2.5

APD

photodigde a av@he

4 DE systémes a fibres optiques
41 T

DEL a t¢ ambiante spécifiée ou a température de boitier spécifiée avec ou sans fibre
optique S S témes ou sous-systémes a fibres optiques.

4.2 Matériaux senticonducteurs

GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.

4.3 Détails d’encombrement et d’encapsulation

4.3.1 Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement.
4.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

4.3.3 Identification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre une
borne et le boitier.

4.3.4 Caractéristiques du port optique: orientation relative par rapport a I'axe mécanique,
position relative par rapport a I'axe mécanique, surface, ouverture numérique.
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4.3.5 Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant la fibre amorce, le type
de protection, le connecteur et la longueur.

4.3.6 Informations concernant la dissipation thermique du boitier.

4.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de
températures de fonctionnement, sauf indication contraire

Tableau 1 — Valeurs limitatives des DELs

Exigences
Paragraphes Caractéristiques Symboles

—Min Max.

4.41 Température de stockage

4.4.2 Température \

soit 4.4.2]1 Température ambiante X X

soit 4.4.2{2 Température du bofitier case X
AN

\> x

444 Tension inverse \) \KQ
N\

T
4.4.3 Température de soudage a la durée maximale de \T%
soudage et distance minimale par rapport au bofti

spécifiées
JAS
445 Courant direct continu U [
Courbe ou facteur de fiabilisation

S

4.4.6 Courant de créte répétitif en direchdans\es Ie
conditions d'impulsions spécifiées (s'il y aNje
Courbe ou facteur de fiabilisation (s(TTy\a lie

X X
9 A N\
b
RM
tot

4.4.7 Dissipation de/puissan \> P
Courbe ou facteur deN{jiabilisati ‘iky aTieu
botier/

4.4.8 Pour les dispuasitifs™g re T, X

P Vj
spécifiée:
Teg{é&g

4.4.9 Pour
Rayo
(a lardi

4.4.10 Ghocs, \ N x

4.4.11 Vibrationg N\ x

4.4.12
4.4.12.1
F X
— Force de traction sur la gaine de protection le long F X
de-son-axe
4.4.12.2 Structure serrée:
— Résistance a la traction sur la fibre amorce le long F X

de son axe
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4.5 Caractéristiques électriques et optiques

Tableau 2 — Caractéristiques électriques et optiques des DEL

Conditi aT T, =25°C, Exigences
Paragraphes Caractéristiques ondi |ons.> a _amb OU Tease . Symboles
sauf indication contraire Min. Max.
451 Tension directe Ir ou @, spécifié Ve X
4.5.2 Courant inverse Vr spécifié Ir X
4.5.3 Résistance différentielle Iz ou @, spécifié rd X
454 Capacite totale VR, f spécifiés Ciot X
455 Paramétre de bruit
soit 4.5.5]1 Intensité relative du bruit Iz ou @, f,, Afy spécifiés RIN Q X
(s'il y a lieu)
soit 4.5.5]2 Rapport porteuse/bruit (s'il | I ou @, f, AfN, fm, m spécifiés N, X
y a lieu) (\
4.5.6 Paramétre de sortie M
soit 4.5.6]1 Flux énergétique en sortie |Ir spécifié (en continu X x @
impulsionnel ou les eux)
soit 4.5.6{2 Courant direct D, spécifié Ie xa X

4.5.7 Pour les dispositifs sans I;/08 @, a ec|f és 0,/ X
fibre amorce:
Angle a mi-intensité (s'il y a
lieu)

4.5.8 Pour les dispositifs sans Id ou dg~angl W AB X
fibre amorce:
Angle de désalignexpent
(s'il y a lieu) (\

459 Largeur de baqde ( ou w AL X
rayonnement spec
nde

4.5.10 Largeur

soit 4.5.19. ourant continu, X
odrant d'impulsion en entrée t X
rgeur d'impulsion et ¢ X
rapport cyclique spécifiés f X
L4(on)/
Ld(off)
soit 4.5.1 I ou @, spécifié Jo X

2 8'ly alleu. >

4.6 Informations supplémentaires
4.6.1 Courbe ou coefficient typique

Donner la courbe ou le coefficient de 4.6.1.1 ou de 4.6.1.2.

4.6.1.1 Courbe typique ou coefficient du flux énergétique en fonction de la température et
courbe typique du flux énergétique en sortie en fonction du courant direct (en continu ou en
impulsionnel, comme spécifié).

4.6.1.2 Courbe typique ou coefficient de l'intensité énergétique en fonction de la température
et courbe typique de l'intensité énergétique en fonction du courant direct (en continu ou en
impulsionnel, comme spécifié).
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4.6.2 Courbe typique ou coefficient de variation des longueurs d'onde d'émission créte en
fonction de la température.

4.6.3 Diagramme de rayonnement typique.

4.6.4 Résistance thermique, indiquée a température ambiante ou a température de boitier.

5 Module laser avec fibres amorces

51 Type

Le modile laser se compose des éléments de base suivants:

— diodp laser

— fibregamorce

— photpdiodes

— capteur de température [ s’ily a lieu
— élément TEC

5.2 Siemiconducteur

5.2.1 Matériaux

— diodg laser
— photfpdiode
— capteur de température
— élément TEC

5.2.2 Structu

Diode Ia réaction

et d’encapsulation

méro national de référence du dessin d'encombrement.

5.3.3 Identification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre une
borne et le bottier.

5.3.4 Information sur la fibre amorce, par exemple: type de fibre, genre de protection,
connecteur, longueur.

5.3.5 Informations sur la dissipation thermique du bottier.

5.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de
températures de fonctionnement, sauf indication contraire

Conditions générales

5.4.1 Temperatures de stockage minimale et maximale (7gg).
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5.4.2 Températures de fonctionnement minimale et maximale du boitier (7 ,¢e)-

5.4.3 Températures de fonctionnement minimale et maximale de I'embase (7).

5.4.4 Température de soudage maximale (temps de soudage et distance minimale par

rapport au boitier) (7g4)-

5.4.5 Rayon de courbure minimal de la fibre amorce (a une distance spécifiée du boitier) (r).

5.4.6 Chocs (accélération maximale et durée de Il'impulsion).

5.4.7 V\ibrations (accélération maximale et plage de fréquences).
5.4.8 Horce de traction le long de I'axe du céble.

5.4.8.1 | Structure lache:

— FHorce de traction maximale sur la fibre (F).
— Force de traction maximale sur le cable (F).

5.4.8.2 | Structure serrée:

Diode |4

Pour les

TEC, T,
5.4.9 1
5.4.10
5.4.11

5.4.12
définies

5.4.13
(dep)-

Photodiode

5.4.14 Tension inverse maximale (V'R).
5.4.15 Courant direct maximal (Ig).

Capteur de température (s'il y a lieu)

5.4.16 Caractéristiques assignées maximales

lion doit
er avec

hpulsion

définies
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5.4.16.1 Puissance dissipée maximale (P).
ou
5.4.16.2 Tension d'alimentation maximale (7).
Refroidisseur thermoélectrique (s’il y a lieu)

5.4.17 Courant maximal de I'élément refroidisseur en conditions de refroidissement et de
chauffage (Ipg).

5.5

(@]

aractéristiques électriques et optiques

Tableau 3 — Caractéristiques électriques et optiques modules
laser avec fibres amorces

lasers avec TEC
Tamb OU Tcase =25°C p les

Paragraphes Caractéristiques
modules lasers sans TEC,
sauf indicati ccyaj{alr

Conditions a T, = 25 °C pour\es \
S

le Exigences

N

A. Diode Jaser \)
5.5.1 Tension directe IF@spéé&> G V Ve Max.

5.5.2 Courant de seuil Iih) Min. Max.

5.5.3 Flux énergétique au Pe(TH) Max.
courant de seuil

Al Max.

5.5.4 Courant direct du-d
du seuil (pour m dule

laser sans

5.5.5 Efficagité fere tieNe &@écifié 74 Min. Max.
frpg(@ule laser A\HAX. OU Ty MaX.

5.5.6 Caractgristiqu

5.5.6.1

5.5.6.1.1 @, ou Alr spécifié Ap @ Min. Max.

fonctionnement continu
5.5.6.1.2 @, ou Alr spécifié Ap @ Max.
fonctionnement continu

ou Espacement modal et @, ou Alr spécifié T Max.

5.5.6.1.3 nombre de modes fonctionnement continu
longitudinaux

5.5.6.1.4 Longueur d'onde @, ou Al spécifié A b Min. Max.
d'émission créte en condition de modulation spécifiée
modulation

5.5.6.1.5 Largeur spectrale a mi- @, ou Al spécifié Ao b Max.
hauteur en modulation condition de modulation spécifiée

5.5.6.2 Caractéristiques
spectrales
complémentaires

et/ou Longueur d'onde centrale | @, ou Alg spécifié Aavg® Min. Max.

5.5.6.2.1 fonctionnement continu

5.5.6.2.2 Largeur spectrale @, ou Alg spécifié Adrms @ Max.
quadratique moyenne

ou Espacement modal et @, ou Al spécifié TIm Max.

5.5.6.2.3 nombre de modes
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Conditions a 7T,, = 25 °C pour les

lasers avec TEC
Tamb OU Tcase = 25 °C pour les

Paragraphes Caractéristiques Symboles Exigences
modules lasers sans TEC,
sauf indication contraire
longitudinaux
5.5.6.2.4 Longueur d'onde centrale | ®, ou Alg spécifié AP Min. Max.
en modulation condition de modulation spécifiée
5.5.6.2.5 Largeur spectrale @, ou Alr spécifié Alrms b Max.
quadratl_que moyenne en | condition de modulation spécifiée
modulation
5.5.7 Module laser a mode spectral unique, sous modulation directe
Specifice
5.5.7.1 Largeur de mode spectral | @, ou Al spécifié Max.
condition de modulation spécifiée
5.5.7.2 Taux de suppression des | @, ou Alg spécifié
modes latéraux condition de modulation spécifiée/\
5.5.8 Déviation spectrale \
5.5.8.1 Déviation spectrale des Algq, Ao, Go1, Ge Max.
modules avec TEC
5.5.8.2 Déviation spectrale des Tamb & OU Toase 2, c Max.
modules laser sans TEC
Tamb ® ou Tcase(/\ /\
5.5.9 Paramétres transitoires N\ U
5.5.9.1 Temps de montée, t, Max.
temps de descente i
et/ou
5.5.9.2 Temps d'établigsem fons Max.
temps de c?{pu fost
5.5.10 Fréquence éew\ \%\AI}Q{écifié 7, Min. || Max.
5.5.11 Ra@ortzﬁi\su& e ou Ds/Af, i, m et fy Spécifiés /N Min,
bruit
B. Photodliode de contrd >
5.5.12 Courant dans Xobscuité e =0 o) Max.
/\ V spécifié
5.5.13 uraqt mers sous @, ou Alr spécifié IR(e) Min. Max.
MOP que Ve spécifié
5.5.14 Gapacité la diode ou
temps~de piontée/temps
de descente
soit
5.5.14.1 Capacité de la diode VR et f spécifiés Ciot Max.
soit
5.5.14.2 Temps de montée, ®, ou Al spécifié ty, by Max.
temps de descente V& spécifié
5.5.15 Erreur de poursuite
5.5.15.1 Erreur de poursuite @, ou Al et V' spécifiés, Erq Max.
Plage de températures: 25 °C jusqu’a
Tsase MiN. ou Tymp Min.
et/ou
5.5.15.2 Erreur de poursuite @, ou Al et Vg spécifiés, Ero Max.

Plage de températures: 25 °C jusqu’a
Tsase MiN. ou Tymp Min.

C. Thermistance (s’il y a lieu)
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Conditions a 7T,, = 25 °C pour les

lasers avec TEC
Tamb OU Tcase = 25 °C pour les

Paragraphes Caractéristiques Symboles Exigences
modules lasers sans TEC,
sauf indication contraire
5.5.16 Résistance Courant de la thermistance I, R Min. Max.
spécifié
5.5.17 Pente de la résistance Courant de thermistance I, spécifié. AR/R Min. Max.
Plage de températures:
Tsub a‘ Tsub b
D. Courant du TEC (s'il y a lieu)
5.5.18 Courantdu—TES WOU OTF SPETITiE, 15 Max.

Plage de températures: T 5., Min. ou
Tease: Max.

A (]
5.5.19 Tension du TEC @, ou Al spécifié, é\ \ PMax.
Plage de températures: T 56 OU T4mb
min. et max. <‘/\

Al
2  En forjctionnement continu. \
b En mqdulation.

<
O

5.6.1 Courant direct continu de la diode 1a ndant=r gq -

5.6 Informations supplémentaires

NOTE @},o: niveau de flux énergé ase, représentatif des performanceg et de la
fiabilité d¢s dispositifs de mémé i istauX g procédures d'assurance de la qualité.

5.6.2 Temps de répo g: ermistance en fonction de la variagtion du
courant|de refroidifse P(s\ au).
5.6.3 ReésistanceVt

refroidigsement): Ry

jonction de la diode laser et boitief (sans

5.6.4 H

5.7 Ds

Voir la (

6 Photodiodes PIN pour systémes ou sous-systémes a fibres optiques

6.1 Type

Photodiodes PIN a température ambiante ou a température de boitier spécifiée, avec ou sans
amorce de fibre optique pour les systémes ou sous-systémes a fibres optiques.

6.2 Matériaux semiconducteurs

Si, Ge, InGaAs, etc.

6.3 Détails d’encombrement et d’encapsulation

6.3.1 Numéro CEl et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement.

6.3.2 Meéthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.
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6.3.3 Identification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre une

borne et le boitier.

6.3.4 Caractéristiques du port optique: orientation relative par rapport a I'axe mécanique,

position relative par rapport a I'axe mécanique, surface, ouverture numérique.

6.3.5 Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant la fibre amorce, le type

de fibre, le type de protection, le connecteur et la longueur.

6.3.6 Informations concernant la dissipation thermique du boitier.

mpératures de fonctionnement, sauf indication contraire

Tableau 4 — Valeurs limitatives des photodio

Paragraphes

Caractéristiques

Ehgencles

\Min. Max.

6.4.1 Température de stockage \/ X X
6.4.2 Température 7 \>
soit 6.4.2]1 Température ambiante G b X X
soit 6.4.2]2 Température du boitier (\ 4 X X
6.4.3 Température de soudage a la durée maximale d To1d X

soudage et distance minimale par rapportauxboiti

spécifié ~
6.4.4 Tension invers(e/\ /\\ \\ \ Vr X
6.4.5 Dissipation[\de}%szhxge y Pioy X

LN\

6.4.6 Flux énergétiq\ma/d%r«s\la ZX{G\Q]S?D‘B\ D, X
6.4.7 Potr lesydispositifs @vec fipre W r X

Rayoxn4d a.fibre amgrce

(ala dA ance\spesifiee a t au boitier)
6.4.8 Chdts \ x
6.4.9 ibratinns \ (O N\ x
6.4.10 Q orc Mac jon Mles dispositifs avec fibre
6.4.10.1 :

traction sur la fibre le long de son axe F X
traction sur la gaine de protection le long F X

de son axe
6.4.10.2 Structure serrée:

— Force de traction sur I’amorce le long de son axe F X
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6.5 Caractéristiques électriques et optiques
Tableau 5 — Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes PIN
Conditi AT T = Exigences
Paragraphes Caractéristiques ?n 1Hons @ famp OU fcase * Symboles
25 °C, sauf indication contraire Min. Max.
6.5.1 Courant dans I'obscurité
6.5.1.1 Courant dans 'obscurité Vg spécifié, @, =0 Irp) 2 X
6.5.1.2 Courant dans I'obscurité a Vg SPECifié, @, = 0 . «
température élevée T OU Teneo SPECIfi& Ir(D)
6.5.2 Capacité totale L ,.(,f°,'l‘é'"iﬁ‘5°, rhe =0 ?‘4\ X
6.5.3 Courant de bruit Vs Ir(e)s for My» RLs Ay, AA spécifiés An ~ \ X
6.5.4 Pour les dispositifs sans fibre
amorce:
6.5.4.1 Sensibilité sur I'axe VRs ﬂp, A4, @, spécifiés SEDs x @
mécanique spécifié
6.5.4.2 Uniformité spatiale de la VR, ﬂp, AZ ou @, spécifié \ AS X
sensibilité (s’il y a lieu)
6.5.5 Pour les dispositifs avec fibre \}
amorce: VRs Aps A4, @y spEcifigs SFD, S X x @
Sensibilité (y\
6.5.6 Largeur de bande h
soit 6.5.6{1 Temps de commutation: ion @, tr X
— Temps de montée A ifid t X
, R f t
— Temps de descente L spectiies td(on)/ X
— Temps de retard (s'il y a td(off)
lieu) ts X
— Temps de stockage
soit Fréquence d oupuxe P./R, spécifiés fe X
6.5.6.2
NOTE La tension ﬁ@@ \ute/les caractéristiques, sauf indication contraire.
a2 8'ilyaljeu
b Terme dt/ou synibale Vittéral @ etu .
6.6 Informations suppiémentaires
6.6.1 odrbe typique du courant dans l'obscurité en fonction de la tension, a différentes

tempérgtures.

6.6.2 Courbe typique de la capacité totale en fonction de la tension inverse.

6.6.3 Sensibilité relative en fonction de la longueur d'onde.

6.6.4 Sensibilité relative en fonction de la température.

6.6.5 Courbe ou facteur de fiabilisation de la dissipation de puissance maximale.



https://iecnorm.com/api/?name=9fba4316983abacc644d441c3c29dcc9

62007-1 © CEI:2008 - 57 —
7 Photodiodes a avalanche (APD) avec ou sans fibre amorce

71 Type

Photodiode a avalanche a température ambiante ou de boftier spécifiée pour systémes ou
sous-systemes a fibres optiques.

7.2 Semiconducteur
7.21 Matériaux

Si, Ge, InGaAs, etc.

7.2.2 Structure

7.3 Détails d’encombrement et d’encapsulation

7.3.1 Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du des Qrement,
7.3.2 Meéthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/au

7.3.3 Identification des bornes et indications d'une (conhekion<e g éventuelle eptre une
borne et le boitier.

7.3.4 (Caractéristiques du port optiquexorientat lative par rapport aux axes méczniques,
position|relative par rapport aux axes méeani urface, a I'ouverture numérique.

7.3.5 Ipformation sur la fib i iel): type de fibre, genre de proteqtion, de
connecteur, longueur.

7.4 Valeurs limitati ara istiguesumaximales absolues) dans la plage de
températ de \ s indication contraire

7.4.1 Rayon de co

7.4.2 1

743 1 7 ampb OU

Tcase)

7.4.4 Température maximale de soudage (7 4) (temps de soudage et distance minimale par

rapport et bottiera cpéu;ﬁcl).

7.4.5 Dissipation de puissance maximale a une température ambiante ou de boitier de 25 °C
(Piot) €t courbe ou facteur de fiabilisation.

7.4.6 Force de traction maximale sur 'amorce (fibre ou cable), s'il y a lieu, dans la direction
de I'axe de I'entrée de 'amorce (fibre ou cable).

7.4.7 Courant inverse maximal (/).

7.4.8 Courant direct maximal (/g).
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Vg doit étre le méme pour toutes les caractéristiques: il doit étre égal a 0,9 fois la valeur de
V(gr) Mmesuree individuellement, sauf spécification contraire.

Tableau 6 — Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes

avec ou sans fibres amorces

a avalanche (APD),

Paragraphes Caractéristiques Condltlons_ a _T‘"“? OU Tease = 25°C, Symboles Exigences
sauf indication contraire
7.5.1 Tension de claquage E,ou ¢, =0, V(BJ&)\ Min. Max.
IR spécifié
7.5.2 Courant inverse dans N
I'obscurité
7.5.2.1 Courant inverse dans E,ou ¢, =0, IR \/ Max.
I'obscurité Vg spécifié
(NOTE 1)
7.5.2.2 Courant inverse dans E,ou ¢, =0, Ig b Max.
I'obscurité Vg spécifié
(NOTE 2) T = Tyamp Max. ou T4, Max.
7.5.3 Sensibilité
7.5.3.1 Sensibilité (NOTE 1) sa Min. | Max.
(NOTE
1)
7.5.3.2 Sensibilité (NOTE 2) sb Min. | Max.
(NOTE
O 2)
7.5.4 Facteur de mu ||c\a\( R }&{)TM /15‘\9), P, Spécifiés M Min.
7.5.5 Capacité tcf\ti OW,’ spécifiés Chot Max.
7.5.6
7.5.6.1 Tem VR, , R,
temps o Alux énergétique de créte fon Max.
. . fa o t Max.
}e? flux énergétique résiduel off
7.5.6.2 r' u VRs Aps A4, ¢ €t R spécifiés fe Min.
falble
7.5.7 Q% de bruit en excés | Vgy (NOTE 2), Vg, Ipg, 4y, A4, M, f, Fe Max.
Af\, spécifiés
7.5.8 Cour bruit (s'il y a VRs Aps A4, f, Afy spécifiés 1, Max.
lieu)
NOTE 1 S'ily a lieu.
NOTE 2 |l convient que Vg4 soit une valeur faible afin que I'effet de multiplication soit négligeable, ou que la

tension a laquelle le dispositif ait sa jonction complétement en déplétion et ait atteint sa vitesse nominale.

2 S'il y a lieu.

b Terme et/ou symbole littéral a I'étude.

7.6
7.6.1

Informations supplémentaires

7.6.2 Courbe de sensibilité en fonction de la longueur d'onde.

Courbe de la tension de claquage en fonction de la température.
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7.6.3 Courbe de capacité en fonction de la tension inverse.

7.6.4 Courbe du facteur de multiplication en fonction de la tension inverse a différentes
températures.

7.6.5 Courbe du courant inverse dans l'obscurité en fonction de la tension inverse a
différentes températures.

7.6.6 Position de la surface sensible par référence au boitier (sans fibre amorce).

7.6.7 Courbe du facteur de bruit en excés en fonction de la tension inverse (s'il y a lieu).

7.6.8 (

8 Mo

81 T

Moduled
systems

pour les

Les éléments de base du module PIN-

— une photodiode PIN;
— des pircuits TIA;

— une fibre amorce, des connecteurs torisé).

8.2 Matériaux semigond

Les mat

ariaux semjco
— photpdiode P{k'

— circyits TtA: CMOS, Bi-CMOS, HBT, Bi-polar etc;

— infofmations concernant le couplage des fibres: de type conique, a couplage de |entilles,
etc;

— informations concernant le circuit: impédance élevée, transimpédance, largeur de bande,
etc;

— informations concernant le boitier: fibre amorce, réceptacle (boitier connectorisé), etc.

8.4 Détails d’encombrement et d’encapsulation
— Numéro CEI et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement.
— Meéthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

— ldentification des bornes et indication d’une connexion électrique éventuelle entre une
borne et le boitier.

— Caractéristiques du port optique: orientation par rapport a I'axe mécanique, position par
rapport a I'axe mécanique, la surface active, I'ouverture numérique.
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— Informations concernant la fibre amorce: type de fibre, type de protection, de connecteur,

longueur.

— Informations concernant le connecteur/le réceptacle.

8.5 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de
températures de fonctionnement, sauf indication contraire
Tableau 7 — Valeurs limitatives des modules PIN-TIA
Exigences
Paragraphes Caractéristiques Symboles Unités
Min. Max.
8.5.1 Tompérature-de-stockage Fsty //\7\ X °c
8.5.2 Température en fonctionnement *
soit 8.5.4.1 Température ambiante en fonctionnement Tam °C
soit 8.5.94.2 Température du boitier en fonctionnement /sz{se X \</ °C
8.5.3 Température de soudage a la durée maximale de Tsld X °C
soudage et distance minimale par rapport au boitier N
spécifié < \
8.5.4 Tensions d’alimentation aux bornes spécifiées \Q}, X X \
8.5.5 Flux énergétique au niveau du port opthue (O X mW (W)
8.5.6 Rayon de courbure de la fibre a \/ r X mm(cm)
(a la distance spécifiée par ra{o‘ﬁ\i
8.5.7 Chocs J X mis?, s
8.5.8 Vibrations ( R X m/s?, Hz
8.5.9 Force de traction le long de I'axg du %@3 \/
8.5.9.1 Structure lache
F X N
F X N
8.5.9.2
F X N
8.6 ment a Tamb = 25 °C, sauf indication contraire
nditions de fonctionnement des modules PIN-TIA
&s\ Exigences
Paragraphe Caractéristiques Symboles Unités
Min. Max
8.6.1 TenS|o alimentation spécifiées par numéro de borne Vsupp X X \
8.6.2 Courant d’alimentation (3 Tgme-max ) spécifié par Loupp X mA
numéro de borne
8.6.3 Résistance de charge RL X Q
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8.7 Caractéristiques électriques et optiques

Tableau 9 — Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes PIN-TIA

Conditions @ Tamp OU Tcase = Exigences
Paragraphes Caractéristiques Symboles Unités
25 °C, sauf indication contraire Min. [ Max.
8.7.1 Puissance minimale a) Ap, AA, fmB, B et C/N spécifiés ®ep X dBm
détectable ou
b) Ap, A4, débit binaire, forme du
signal et taux d’erreurs spécifiés
8.7.2 Densité de puissance du RL, fm, B, ®e spécifiés Pno, 4 X W/Hz
bruit en sortie o
1p, LA\qL DPU\JIfIUD /
8.7.3 Fréquence
8.7.3.1 Densité de puissance du RL, fm, B, Ap et A spécifiés, n W/Hz
bruit basse fréquence en D=0 \/
ot sortie F
Ry, fm, B, Ap et A1 spécifiés,
8.7.3.2 o {mé P P \ X Hz
Fréquence de remontée e st
8.7.4 Réponse \
8.7.4.1 Réponse (pour le module) |1, A4, ®e, RL spéoffiés X VIW
et
8.7.4.2 Réponse (pour la X A/W
photodiode PIN seulement)
(s’il y a lieu)
8.7.5 Monotonie de la réponse en |1 Al, ®e, R\sp&eifie X
fréquence
11 tfzgrh(
8.7.6 Largeur de bande
soit Temps de gomamut
8.7.6.1
— Temps tr X ns
- 4@“ tf X ns
soit
8.7.6.2 Fréqu de tQup VA, ®e, R spécifiés Je X MHz
<
8.7.7 ension résidlelle (s™y a |[4p, A4, ®e, RL spécifiés Voft X X \4
lieu)
N .
8.7.8 Coura “wbscurité Vr spécifié, ®e = 0 Ir X nA
( f\photediode>PIN
\QQUI iy a lieu)

8.8 Informations supplémentaires

Réponse relative en fonction de la longueur d’onde

Variation thermique typique de la tension résiduelle

Informations concernant I'égalisation

9 Modules a diodes laser destinés au pompage d'un amplificateur a fibres
optiques

9.1 Type
Le module laser se compose des éléments de base suivants:

— diode laser;
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— fibre amorce (s’il y a lieu);

— lentilles (s’il y a lieu);

— photodiode (s’il y a lieu);

— capteur de température (s’il y a lieu);
— élément TEC (s'il y a lieu);

— isolateur (s'il y a lieu).
9.2 Matériaux semiconducteurs

Les matériaux semiconducteurs d’'un module a diodes laser destiné au pompage d’un
amplificateur a fibres optiques sont les suivants:

— diodp laser: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGaAsP , efc.
— photpdiode: Ge, Si, InGaAs, etc.

— capteur de température: } s’il y a lieu

— élément TEC:

9.3 Sitructure

Diode Igser: guidage par gain, guidage par indice, v b, guide

d’ondes|a nervure, BH, etc.

9.4 Détails d’encombrement et d’
— Nunléro CEl et/ou numéro national de-xéfé
— Meéthode d’encapsulation: verre/métal/p

- IderJification des bor, indt 3 tre une
borne et le boitier.

—par rapport a I'axe mécanique, position par
rapport a 'axe/méc , 'ouverture numérique.

— Infojmations 8 ! amorege: type de fibre, type de protection, de connefteur, et
longueur.

— Infoqmations 6 issipation thermique du boitier.

— Cargctéristiques d
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